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장비 사용 방법



공정 순서

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

공정 진행
(Recipe 변경)

공정 진행
(Run)

공정 진행
(Log Sheet)

• 주요 공지

① Au, Pt 투입중량 공지사항(업데이트) 필독

② Adh에 관계 없이 물질이 변경되면 seq 추가 필수

예) Ti 10nm/ Au 100nm 공정 시 seq 1. Ti / Seq 2. Au로 공정)

③ 공정허용범위 초과 시 seq 추가 필수
예)Al 200nm 공정 시 seq s1. Al 100nm/ Seq 2. Al 100nm로 공정)

④ Holder 교체일정

매주 목요일 오후 4시 이전까지 담당자에게 문의

(최대한 번갈아 교체하여 모두 사용할 수 있도록 조치예정)

매주 금요일 오전에 교체진행, 일주일 간 유지

* Holder의 현재상태는 담당자에게 메일로 문의

주요공지사항 문제 대처 방법

⑤ 도가니 대여 방법 및 사용절차 (일과시간 9~18시, 12~13시 제외)

각 장비의 도가니 대여 PID no를 발급 받아 장비 예약

→ [자동] 장비 예약 시간 30분 전 담당자에게 알림 발송

→ 장비운영실에서 도가니 반출 (대면진행)

→ QR코드로 작업시작 시 사용할 도가니 무게 및 중량 측정하여 기재

→ [자동] 측정값이 상이할 경우 담당자에게 알림 발송됨. 

해당 문제가 해결될 때까지 장비사용 불가함

→ 공정 후 작업종료 시 사용한 도가니 무게 측정하여 기재

→ 장비운영실에 도가니 반납 (대면진행)



공정 순서

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

공정 진행
(Recipe 변경)

공정 진행
(Run)

공정 진행
(Log Sheet)

• 주요 공지

주요공지사항 문제 대처 방법

⑥ 귀금속 도가니 대여 방법 및 사용절차

(일과시간 AM9~PM6 이용하되, 점심시간 PM12~PM1 제외하여 내방)

각 장비의 도가니 대여 PID no를 발급 받아 장비 예약

→ 장비운영실에서 도가니 반출 (대면진행)

→ [작업시작] 공정 전 사용할 도가니 무게와 투입할 귀금속의 중량을 측정하여 기록

* Adh이 있는 경우 반드시 초기무게 확인 후 챔버에 넣을 것

→ [작업종료] 공정 후 사용한 도가니 무게 측정하여 기재

→ 장비운영실에 도가니 반납 (대면진행)



공정 순서

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

공정 진행
(Recipe 변경)

공정 진행
(Run)

공정 진행
(Log Sheet)

• 주요 공지

주요공지사항 문제 대처 방법

⑦ 4-6” Holder 사용 방법

✓ Main wafer 제외한 나머지는 Dummy wafer로 가득 채워서 공정.

① 1번: 기존 6” ring holder를 제거하여 1번을 넣고 Flat zone을 Kepton tape로 막은 다음 wafer cover로 닫아 공정

② 2번~6번: 기존 6” ring holder에 해당 4”-6” ring holder를 넣고 Flat zone을 Kepton tape로 막은 채 그대로 공정

1번 2~6번



공정 순서

• 장비상태 확인

① 로그북 확인 (이전유저가 몇 인치 홀더로 웨이퍼 몇 장 공정진행 했는지 확인)

② Interlock (초록불) 확인

③ Chamber 진공도 확인

④ Pump 상태 확인 (장비 하단 모니터에서 Cryo pump temp 확인 : 9~11K)

⑤ QR코드 작업시작

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 변경)
공정 진행

(Run)
공정 진행 정리 및 기타

②

②

③

④



공정 순서

• 공정 진행 (Vent)

① Vent 진행

(Vent하는 동안 샘플준비 또는 레시피 설정 진행)

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 수정)
공정 진행

(Run)
공정 진행 정리 및 기타

※ 주의 : Chamber가 대기중에 노출되는 시간을 최소화 할 것



공정 순서

• 공정 진행 (Recipe 수정)

① Recipe-Process 순으로 선택 후 좌측 탭에서 ISRC 표준 공정 레시피 선택

② 원하는 레시피가 없다면 ISRC_물질명_Dep rate 순으로, 2가지 이상의 물질을

증착할 경우 Multi layer는 M.L로 표기하여 새로 만듦

③ Edit을 누르고 사용할 Depo rate에 따라 Material data와 Depo rate, Final 

Thickness 수정 (나머지는 제대로 입력되었는지 확인)후 Save

※ 주의 : 우측 탭에서 Material data를 수정하지 않도록 하고, 

좌측 탭 상하로 Folder와 File 중, File 탭만 변경 가능

※ Depo Rate 참고 : Cr 0.5A/s 고정

: Ti , Ni, Pt 최대 1A/s로 공정

: Cu, Al 최대 1.5A/s로 공정

: Au 최대 2A/s로 공정

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 수정)
공정 진행

(Run)
공정 진행 정리 및 기타

①

③



공정 순서

• 공정 진행 (Wafer Loading)

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 변경)
공정 진행

(Run)
공정 진행 정리 및 기타

① Vent가 완료되면 chamber door를 열고 접지봉으로 5s 접지

② Pocket을 회전시켜 사용할 liner의 metal source 잔량이 2/3 이상 남아있는지

확인

③ Wafer를 넣을 땐, Dome holder 를 아래에서 육안으로 확인하여 필요한

Dummy wafer 매수 확인. 

④ 1번 wafer cover부터 사용하고, 나머지는 Dummy wafer로 채워 넣음

⑤ View port 열어서 glass면 통과, mirror면 담당자 문의

⑥ Chamber를 닫고 Vacuum 잡음

※ 위험 : Chamber door가 무거우므로 다칠 위험 있음 150° 열 것.

※ 주의 : Al는 공정 시작 전에 Pellet 3개 추가 loading하여 준비

①

②

③

⑤

④



공정 순서

• 공정 진행

① Chamber가 5.0E-6Torr 이하가 되고, 공정 시작 버튼 ▶ 눌러 팝업창 확인 후, 

Process recipe를 불러와서 공정진행

② HV와 Emission 이 차례로 ON 되는 것을 확인

③ 장비 하단에 10.05KV로 전원이 인가되는지 확인

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 변경)
공정 진행

(Run)
공정 진행

(Log Sheet)
정리 및 기타

②
①③



공정 순서

• 공정 진행

① Ignition time을 지나 depo가 시작되면, 

Y축이 안정화 되는 구간 (Power, D/R 일정하게 유지)에서

HV, Emission current, Power 기재

① 공정 완료 후 Auto vent진행

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 변경)
공정 진행

(Run)
공정 진행

(Log Sheet)
정리 및 기타

①



공정 순서

• 공정 진행

① Chamber door를 열고, 접지를 10~15s 충분히 진행

② 샘플을 꺼낸 다음, chamber door를 닫고 Vacuum

③ 샘플정리 및 Thickness sensor 의 life 기재

④ QR 코드 작업종료

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 변경)
공정 진행

(Run)
공정 진행

(Log Sheet)
정리 및 기타

①



공정 순서

• Trouble shooting 대처 요령

① 프로그램 멈춤

* 우측 하단 전원버튼 눌러서 프로그램 빠져나감

-> PC 아래 ‘APRO’프로그램도 Exit-> PC종료

-> 장비 하단 PC전원버튼 눌러서 재부팅

-> PC 우측상단 ‘APRO’ 선택

-> ID는 저장되어 있는 것들 중 POWER로 선택

-> PW도 POWER (대/소문자 확인)

② 장비에 이상이 발생 할 경우

* Log Sheet에 장비 이상 상태 및 사용 불가 기재

* 장비 담당자 연락 02-880-8650 (부재 시 메일)

※ 공지사항 외 모든 문제는 담당자에게 메일 또는 내선번호로 연락

공정 진행
(Vent)

공정 진행
(Wafer Loading)

장비상태 확인
공정 진행

(Recipe 변경)
공정 진행

(Run)
공정 진행

(Log Sheet)
문제대처요령

①



감사합니다.


